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PRESSEINFORMATION des Messeunternehmen P. E. Schall GmbH & Co. KG zum

THEMA: Schlussbericht zur 2. BONDexpo 2008

BONDexpo nachhaltig auf Erfolgskurs

Die 2. BONDexpo – Die Fachmesse für industrielle Klebetechnologien konnte sich bereits im zweiten Anlauf als Branchentreff für die Hersteller und Anbieter von Kleb- und Dichtstoffen, von Anlagen, Maschinen und Zubehör zur Produktion, Verarbeitung und Applikation sowie von Peripherie und Dienstleistungen etablieren. Damit hat der private Messeveranstalter P. E. Schall GmbH & Co. KG dem neuen Technologie-Messeplatz Stuttgart eine weitere Hightech-Fachmesse beschert, die sich in den Folgejahren – ähnlich wie die MOTEK Internationale Fachmesse für Montage- und Handhabungstechnik – kontinuierlich steigern wird. 

BONDexpo etabliert sich als Branchentreff

Positioniert als Komplementär-Fachmesse zur Produktions- und Montage-Automatisierung an der MOTEK, präsentierte sich das Fachmessen-DUO 27.MOTEK und 2. BONDexpo im Herbst 2008 erneut in Bestform und meldete zum Abschluss die beeindruckende Anzahl von über 36.000 internationalen Fachbesuchern. Diese nur knapp unter dem Rekordwert des Vorjahres liegende Anzahl an Fachbesuchern (ca. 38.000) kommt nicht von ungefähr, denn  die 2. BONDexpo, mit ihren nunmehr 108 Ausstellern aus 9 Industrieländern, wusste sich in der eigenen Halle 8 der neuen Landesmesse Stuttgart sehr selbstbewusst zu präsentierten und belegte gleich den allergrößten Teil der besagten Halle.

Nischen-Branche setzt sich eindrucksvoll in Szene

Nicht nur die internationalen Marktführer im Bereich Kleb- und Dichtstoffe, sondern auch international agierende Unternehmen der automatisierten Applikations- und Auftragstechnik setzten sich an der 2. BONDexpom stärker denn je in Szene und konnten anlässlich einer stichprobenartigen Vorabumfrage unter den Ausstellern von reger Anfragetätigkeit des an konkreten Lösungen interessierten Fachpublikums berichten. Sorgten schon die im Vorfeld bekannt gewordenen Steigerungsraten bei den Ausstellern um 77% sowie bei den gebuchten Ausstellungsflächen um gar 74% ziemlich für Furore, so gilt dies auch für die mit 15 Erst-Präsentationen vergleichsweise hohe Anzahl an vorgestellten Neuentwicklungen und/oder Weltneuheiten.

Im Fokus: Neue Werkstoffe und Automatisierung der Applikation

 Hervorzuheben wären hier so genannte ECO-Polyurethan-Materialien aus nachwachsenden „grünen“ Ausgangsrohstoffen (Danquinsa GmbH), spezielle Applikationstechniken auf Roboterbasis (Reis GmbH), Applikationszellen mit Koordinaten-Verfahrsystem und der Möglichkeit, max. vier Komponenten zu applizieren (Rampf-Gruppe), oder auch schnell (re)agierende Superklebstoffe, die Vibrationen und Erschütterungen aushalten und im sehr weiten Temperaturbereich von –50 bis +100° Celsius einzusetzen sind (Uhu GmbH). Das Innovations-Tempo scheint in dieser Branche sehr hoch, sodass die Anwender gespannt sein dürfen, was die Anbieter an der nächsten BONDexpo – Die Fachmesse für industrielle Klebetechnologie, die vom 21. bis 24. September 2009 natürlich wieder in der Landesmesse Stuttgart stattfindet, aus dem Köcher ziehen. 

Ausstellerstimmen zur BONDexpo 2008
DELO

DELO hat in diesem Jahr zum ersten Mal selbst auf der BONDexpo ausgestellt. Wir sind mit dieser ersten BONDexpo wirklich zufrieden. Die Kombination mit der MOTEK hat gut gepasst. Zufrieden sind wir auch mit dem Besucherstrom und der guten Frequenz an unserem Messestand. Wir hatten auch erfolgversprechende Neukontakte, machen diese aber im Normalfall nicht auf der Messe. Messe ist für uns zu einem großen Teil Kundenpflege. Insgesamt haben sich unsere Erwartungen erfüllt. Wir finden es gut und wichtig, dass es die BONDexpo gibt, denn bisher existiert kein vergleichbares Branchenschaufenster. In unserer Branche gibt es vor allem Kongresse – die sind jedoch so gut und so zahlreich, dass ich Ihnen als Veranstalter raten möchte, sich ganz auf die Messe zu konzentrieren und nicht in den Bereich Seminare oder Vorträge zur BONDexpo zu investieren, denn davon gibt es in der Branche genug. 

Inga Schnaidt, DELO Industrie Klebstoffe, Windach

Tel. 08193- 9900 – 122, Inga.Schnaidt@DELO.de
Henkel Loctite

Die BONDexpo ist extrem gut für uns gelaufen. Wir hatten qualitativ sehr gute Kunden. Auch die Neukontakte entsprachen unserer Zielgruppe – es wird nach der Messe viel Arbeit für uns geben…

Claudia Linder, Henkel Loctite, Key Account Management Distribution Industry, München. Tel. 089-9268-1225. Claudia.linder@henkel.com
IFAM

Wir verzeichneten auf der BONDexpo ein sehr großes Interesse an den beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen im klebtechnischen Bereich. Wenn sich so viele Kursteilnehmer anmelden wie Besucher an unserem Stand Interesse für diese Weiterbildungsmaßnahmen gezeigt haben, dann bekommen wir Kapazitätsprobleme. Wir konnten aber auch viel Basis-Aufklärungsarbeit leisten und waren erstaunt, wie viele Arbeitnehmer in der Praxis, die schon seit Jahren kleben, noch nicht mit dem konkreten Qualifizierungsprogramm im Bereich „Kleben“ vertraut sind. Für uns war die BONDexpo ein großer Erfolg – es gibt sonst keine vergleichbare Fachmesse. 

Beate Brede, Fraunhofer Institut ‚Fertigungstechnik, Materialforschung IFAM, Bremen. Tel. 0421-2246-421. Beate.brede@ifam.fraunhofer.de.

Otto Chemie

Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal auf der BONDexpo ausgestellt und es war für uns eine sehr positive Premiere. Wir hatten 90 – 95% Fachpublikum am Stand. Die Kontakte müssen natürlich im einzelnen noch ausgewertet werden, aber unser aktueller Eindruck ist sehr gut und unsere Erwartungen an die BONDexpo haben sich erfüllt. Die gleichzeitige Durchführung der MOTEK wirkte sich positiv auf die BONDexpo aus. Wir planen, die BONDexpo weiterhin zu unterstützen. 

Freuen würden wir uns, wenn im nächsten Jahr noch mehr Wettbewerber für die BONDexpo gewonnen werden könnten.

Rosmarie Stelzl, Sekretariat der Geschäftsleitung, Otto Chemie, Fridolfing.

Tel. 08684 – 908 – 101. Rosmarie.stelzl@otto-chemie.de
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